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Neues Fertigungszentrum fiir Roboter in Europa — Leichtbau-Roboter mit Collaborative-
Eigenschaften: Die Zusammenarbeit von Roboter und Bedienpersonal (Collaborative Ro-
botics) wird von Experten als eine der groten Effizienzpotenziale in der smarten Fabrik
gesehen — und zugleich als eine der grofiten Herausforderungen fiir die Entwickler. Was
sich da tut, das analysiert der Beitrag im PLUS-Bereich Forschung & Technologie
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Der XJTAG Design For Test-Assistent fiir OrCAD Capture
erleichtert es Ihnen, die Testabdeckung bei der Entwick-
lung des Designs vorauszusehen.

So kénnen Sie lhre Tests optimieren,
bevor die Leiterplatte hergestellt wird.

Weitere Informationen:
Tel. +49 (0) 89 4563-7770, www.FlowCAD.de
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